
Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle version de notre « design rules » (règles de design) . Initialisée il y a plus de 15 ans afin 
de combler un manque, notre matrice est maintenant reconnue par les designers et les fabricants de circuits imprimés comme un outil simple 
et pratique. Elle est basée sur une l’analyse des risques en fabrication liés au design (DFM :design for manufacturing). Utilisez la pour définir 
vos produits standard et complexe (HDI : High Density Interconnect ), elle vous aidera à améliorer la qualité de vos design, à vous affranchir 
des risques et donc de réduire le taux de rebut en fabrication.  
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ACB’s HDI PCB Design Rules Classification. 

Lors de la phase de traitement des données FAO, nous contrôlons 
la faisabilité de votre projet ; il en découle un rapport d’analyse DFM 
qui intègre entre autre les paramètres du «  Design Rules » . Les 
valeurs minimales de chaque paramètre étant alors connues 
(largeur de piste, isolement, pastille, ratio de perçage, …..), nous 
estimons un critère de risque pour la production en y affectant une 
classe de fabrication. 
. 
Nous avons traduit ces valeurs dans la matrice ci-dessus par un 
critère de complexité allant de « facile » (classe 3) à « extrêmement 
critique » (classe 12). Jusqu'à la classe 8 (zone verte dans le 
« design rules » ), vous pouvez considérer que votre design est d’un 
bon niveau d’industrialisation. A partir de la classe 9, du fait de sa 
complexité, le taux de rebut augmente, il y a donc un suivi spécifi-
que par notre service ingénierie pour les étapes de fabrication criti-
ques. Nous leur avons donc attribué l’appellation  « Advanced or 
Engineering » (en orange sur la matrice). 
 
Dans le cas d’appartenance de votre produit au critères de contrôle 
final référencés dans IPC-A-600 classe 3 vous devez utiliser des 
pastilles plus larges, donc un « rapport trou pastille » (anular ring) 
plus important.  Dans le cas contraire, il sera positionné dans une 
classe de fabrication supérieure.  
Vous noterez que « l’annular ring » des couches externes est mesu-
ré en intégrant l’épaisseur de métallisation du trou alors que celui 
des couches internes est à considérer sur le trou percé, sans métal-
lisation. 

A partir de la classe 6, vous pouvez intégrer la technologie microvia 
(µvia). L’épaisseur du diélectrique sur la séquence µvia définira le 
diamètre du perçage laser dans le but d’optimiser la métallisation et 
la forme du trou. (gage de fiabilité). 
Dans le cas d’un design plus complexe qui impose au minimum un 
paramètre situé dans la zone « Advanced or Engineering », ayez 
toujours la démarche de privilégier les autres  paramètres dans les 
classes inférieures. Assurez vous auprès de nos ingénieurs de la 
compatibilité des combinaisons. 
 
La taille des composants que vous sélectionnerez  lors de la phase 
de conception, qui est de plus en plus miniaturisée, vous imposera 
une appartenance à une classe de la matrice.  

Retrouvez notre matrice complète sur www.acb.be 

Quelques exemples de design intégrant des BGA selon notre  

matrice.  


